






































专利名称(译) 气球导管系统

公开(公告)号 US20090157066A1 公开(公告)日 2009-06-18

申请号 US12/091967 申请日 2005-11-01

[标]申请(专利权)人(译) 日本ELECTEL

申请(专利权)人(译) JAPAN ELECTEL INC.

当前申请(专利权)人(译) JAPAN ELECTEL INC.

[标]发明人 SATAKE SHUTARO

发明人 SATAKE, SHUTARO

IPC分类号 A61B18/04 A61M25/10 A61F2/958

CPC分类号 A61B17/2202 A61B18/04 A61B18/08 A61B18/1492 A61B18/24 A61M25/1002 A61B2018/00101 
A61B2018/00214 A61B2018/00898 A61B2018/046 A61B2017/22051 A61B2018/0022

其他公开文献 US8226637

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种球囊导管系统，其仅能够有效地消融目标部位，从而确保球
囊能够与目标部位的形状一致地与目标部位紧密接触。气球包括与目标
部位接触的接触部分和不与目标部位接触的非接触部分。接触部分的膜
厚度比非接触部分的膜厚度薄。然后，选择性地烧蚀与薄接触部分接触
的目标部位，同时不太可能发生从厚的非接触部分的热泄漏。因此，仅
可以有效地消融目标部分。
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